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二、项目简介

重庆万国半导体科技有限公司成立于2016年，由美国万国半导体股份有限公司（AOS）与渝富集团、两江新区战略性新兴产业股权投资基金合资经营。

美国万国半导体（ALPHA&OMEGA Semiconductor，简称“AOS公司”）成立于2000年，总部位于美国硅谷，是一家集半导体设计、晶圆制造、封装测试为一体的企业，主要从事功率半导体器件(含功率MOSFET、IGBT和功率集成电路产品)的产品设计和生产制造。目前AOS公司在美国俄勒冈有一座8英寸晶圆厂、在上海松江有二座封装工厂，在美国硅谷、台湾、上海均设有研发中心，拥有一批技术领先的功率半导体领域专业研究团队。其产品市场涉及笔记本电脑、液晶电视、手机、家电、通讯设备、工业控制、照明应用、汽车电子等领域。主要客户包括三星、LG、飞利浦、Intel、东芝、西部数据、惠普、Sony、戴尔、联想、比亚迪、长虹等全球知名品牌商。
三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有硫酸、磷酸、硝酸、盐酸、氨气、氯气、氟气、氪气、氮气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、二氧化锡、二氧化硅、三氯化硼、四氟化碳、甲基磺酸、甲基磺酸锡、甲醇、氢氧化钾、氢氧化钠、苯酚、甲醛、异丙醇、丙酮、氟化氢、溴化氢、砷化氢、磷化氢、硫化氢、过氧化氢、一氧化二氮、二氟甲烷、三氟化氮、六氟化钨、正硅酸乙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、八氟环戊烯、1，4-丁二醇二缩水甘油醚、乙二醇、松油醇、硅烷、硼烷、砷烷、氯硅烷、氯化钙、次氯酸钠、六甲基二硅胺、二氢呋喃、乙酸丁酯、酚醛树脂、乳酸乙酯、醋酸乙酯、柴油、臭氧、甲烷、金属镍与难溶性镍化合物、乙醇、其他粉尘（硅粉尘）、铜尘、噪声、高温、工频电场、激光辐射、χ射线等。
职业病危害因素及分布情况一览表
	序号
	评价单元
	岗位/工序
	作业

方式
	可能存在或产生的
职业病危害因素
	备注

	1
	芯片

厂房
	化学品供应单元
	酸性化学品房
	巡检
	硫酸、磷酸、硝酸、盐酸、过氧化氢、氟化氢
	根据生产负荷，作业人员对供气气瓶进行更换，更换频率为每日2次，每次更换时间2-3分钟。在正常情况下，作业人员均不直接接触化学毒物。但是在更换气瓶操作不当或出现意外、维修以及发生管道、容器“跑、冒、滴、漏”等突发事件，作业人员可短时间大量接触。

	
	
	
	有机化学品房
	巡检
	异丙醇、丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇、六甲基二硅胺、光阻剂（酚醛树脂、乳酸乙酯、醋酸乙酯）、清洗剂（异丙醇、烷烃）
	

	
	
	
	碱性化学品房
	巡检
	氨气、显影液（二氢呋喃、乙酸丁酯）
	

	
	
	
	碱性气体房
	巡检
	氨气
	

	
	
	
	腐蚀性气体房
	巡检
	氯气、氟气、氪气、三氯化硼、盐酸、溴化氢、八氟环戊烯、六氟化钨、三氟化氮、一氧化二氮、二氟甲烷
	

	
	
	
	大宗气体房
	巡检
	氮气、氢气、二氧化碳
	

	
	
	
	可燃气体房
	巡检
	一氧化碳
	

	
	
	
	毒性气体房
	巡检
	硼烷、磷化氢、砷烷、氯硅烷
	

	
	
	
	硅烷站
	巡检
	硅烷
	

	
	
	洁净生产单元
	蚀刻区
	巡检
	氟化氢、氯气、四氟化碳、溴化氢、丙酮、异丙醇、蚀刻液（硝酸、氢氟酸）
	洁净区作业人员会使用丙酮、异丙醇擦拭地面，可通过皮肤和呼吸道直接接触。但用量小、范围小、频率低。建议工艺允许情况下不采用丙酮和异丙醇擦洗。

	
	
	
	清洁区
	巡检
	氟化氢、盐酸、丙酮、异丙醇
	

	
	
	
	研磨区
	巡检
	过氧化氢、氨气、硫酸、丙酮、异丙醇、研磨液（二氧化硅）
	

	
	
	
	黄光区
	巡检
	丙酮、异丙醇、光阻剂（酚醛树脂、乳酸乙酯、醋酸乙酯）
	

	
	
	
	薄膜区
	巡检
	氟化氢、正硅酸乙酯
	人工更换HF气瓶。

	
	
	
	扩散区
	巡检
	砷化氢、磷化氢、三氟化硼、丙酮、异丙醇、χ射线
	离子注入机可产生电离辐射，射线种类为χ射线。设备自带防护设施，设备壁内侧采用铅板防护，并对放射源进行了有效屏蔽。

	2
	封装厂房
	背面减薄
	巡检
	噪声、其他粉尘（硅粉尘）
	研磨机在进行研磨减薄过程中会产生噪声和其他粉尘（硅粉尘）。

	
	
	背面处理
	
	氟化氢、硫酸、硝酸、一氧化氮、二氧化氮
	硅腐蚀液中含有氟化氢、硫酸、硝酸，清洗过程中会产生酸性废气。

	
	
	背面金属蒸发
	
	高温、金属镍与难溶性镍化合物
	高真空蒸发镀膜为全密闭设备，通过电加热将金属高温蒸发后在晶片背面镀上一层金属镀膜。

	
	
	晶片中测
	
	噪声
	晶片中测过程中会产生噪声。

	
	
	表面处理车间上下件
	人工上下件
	硫酸、硝酸、氟化氢、甲基磺酸、甲基磺酸锡、甲醇、二氧化锡、二氧化氮、氢氧化钾、噪声
	操作工通过传送带上下件。

	
	
	表面处理车间槽区域
	巡检
	硫酸、硝酸、氟化氢、甲基磺酸、甲基磺酸锡、甲醇、二氧化锡、二氧化氮、氢氧化钾、噪声
	槽区巡检或加处理液。

	
	
	去锡回收
	
	硝酸、二氧化氮、二氧化锡
	通过硝酸进行去锡回收。

	
	
	表面处理

实验室
	人工在通风橱内配溶剂
	硫酸、硝酸、二氧化氮、盐酸、氢氧化钾
	表面处理实验室人员会使用硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钾等化学试剂。

	
	
	芯片切割
	人工上下料，设备自动作业
	噪声、其他粉尘（硅粉尘）
	芯片切割机运行时产生噪声，切割过程中，会有少量的粉尘产生。

	
	
	芯片清洗
	
	丙酮、异丙醇、乙醇
	清洗液的主要成分含有丙酮、异丙醇、乙醇。

	
	
	目视站1
	
	X射线
	X射线测量仪可产生电离辐射，射线种类为χ射线。

	
	
	粘片
	
	1，4-丁二醇二缩水甘油醚
	装片机自动在芯片上对位点银浆。

	
	
	银浆烘烤
	
	高温、松油醇
	银浆烘烤时，由于银浆中含有松油醇，烘烤过程松油醇会挥发。

	
	
	打线
	
	噪声
	操作工人工上下料过程产生噪声，打金线机自动对位上金丝、铜丝或铝丝。

	
	
	目视站2
	
	X射线
	X射线测量仪可产生电离辐射，射线种类为χ射线

	
	
	塑封
	
	噪声、高温、苯酚、甲醛
	塑封料为环氧树脂混合物，塑封温度约175℃~185℃。

	
	
	塑封后烘烤
	
	高温、苯酚、甲醛
	塑封后烘烤时洗模料中剩余的脂肪族酯挥发产生苯酚、甲醛。

	
	
	激光打标
	
	臭氧、激光辐射
	使用激光打标机在芯片上打上标记。

	
	
	切废切筋
	
	噪声、铜尘
	操作工人工上下料，切筋切废机自动切废，切割过程中，会有少量的铜尘产生。

	
	
	切脚成型
	
	噪声、铜尘
	操作工人工上下料，切脚成型机自动切脚，切割过程中，会有少量的铜尘产生。

	
	
	电测
	
	噪声
	通过芯片测试设备对产品进行性能测试，操作工人工上下件，设备自动测试，测试 过程中不使用化学试剂。

	
	
	包装
	
	噪声
	通过包装机对产品包装并出货。

	3
	公用工程及辅助设施
	废水处理站
	巡检
	噪声、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氯化钙、氟化氢、硫化氢
	处理酸碱废水加入氢氧化钠、硫酸调节pH，用氯化钙处理含氟废水。机泵等设备运行产生噪声。

	
	
	纯水站
	巡检 
	噪声、氢氧化钠、次氯酸钠、氯气
	纯水制备设备运行过程中产生噪声；原水中会加入氯化钠、次氯酸钠和氢氧化钠。

	
	
	变电站
	巡检
	工频电场
	变配电装置运行过程中有工频电场产生。

	
	
	空压站
	巡检
	噪声
	空压机运行产生噪声。

	
	
	发电机房
	巡检
	噪声、高温、柴油、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫
	柴油发电机运行过程中产生一氧化碳、氮氧化物等有毒气体及噪声和高温。

	
	
	锅炉房
	巡检
	噪声、高温、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮
	燃气锅炉运行时产生噪声，散发热量。天然气燃烧尾气主要有一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。

	
	
	化学品库
	巡检
	硫酸、磷酸、硝酸、盐酸、过氧化氢、氟化氢
	化学品库内存放有桶装的硫酸、磷酸、硝酸、盐酸、过氧化氢、氟化氢溶液。

	
	
	危险品库
	巡检
	丙酮、异丙醇
	危险品库内存放有桶装的丙酮、异丙醇。


通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的氯气、氨气、溴化氢、砷化氢、磷化氢、氟化氢、硫化氢、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、甲醇、丙酮、异丙醇、氢氧化钾、过氧化氢、甲基磺酸、一氧化碳、二氧化氮、噪声、高温、χ射线等职业病危害因素为重点评价因子。

四、评价结论与建议

4.1评价结论
职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价
结论

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB50523-2010）
	基本

符合

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
	符合

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《电子工业防尘防毒技术规范》（AQ4201-2008）

《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008）

《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB50523-2010）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）
	基本符合

	4
	职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007)
	符合

	5
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008）
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
	基本

符合

	6
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本

符合

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	基本

符合

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）
《放射工作人员职业健康管理办法》等
	基本

符合


拟建项目存在的有害因素中氨气、氯气、氟化氢、磷化氢、一氧化碳、二氧化氮列入了高毒物品目录（2003年版），硫酸、砷化氢属于确认人类致癌物（G1），按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）标准的要求，属于“极度危害”。在生产过程中若不注意防护，易对人体健康造成危害。有毒化学原料年用量较大（达数百吨），分布广泛、接触人数较多，且存在强酸强碱等腐蚀性物质。生产现场存在空压机、冷冻机组、发电机组等高噪声源设备，且存在有限空间作业。虽然拟建项目生产过程自动化、密闭化程度高，原料和产品均通过密闭管道输送，正常生产情况下作业人员不直接接触，但在发生意外事故或设备检维修时可能存在高浓度接触而导致作业人员急性职业中毒。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等。本报告经综合评估后认为，重庆万国半导体科技有限公司12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目职业病危害风险分类为严重。
4.2评价建议

（1）在初步设计阶段，建设单位应当进行建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审通过后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）项目建成投产后，建设单位须对新上岗和转岗人员进行职业卫生知识培训，并进行考核，考核不合格者一律不准上岗作业。培训内容应包括职业卫生法律法规、所在岗位职业病危害及其防护措施、设备操作、物料的MSDS、个人职业病防护用品的正确使用与维护、急救常识和急救方法、危害标识识别、事故应急报告程序、疏散路径、事故实例和实际演练等。
（5）投产后，用人单位应遵守《女职工劳动保护特别规定》中女职工禁忌从事的劳动范围之规定，将本单位属于女职工禁忌从事的劳动范围的岗位书面告知女职工。女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。
（6）委托有资质的职业卫生技术服务机构对本项目接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前的职业健康检查，其中应包括接触氨、盐酸、硫酸、氟化氢、磷化氢、高温、噪声等危害因素的作业人员以及视屏作业人员，以发现有无职业禁忌证。同时接触不同的职业病危害因素应合并相应的检查项目进行体检。
五、技术审查专家组评审意见及结论
1、P26补充涉及“电离辐射源”的岗位、设备等分析描述内容。

2、P47原辅材料：明确“硫酸”等使用浓度，贮存方式等，进一步分析“研磨液”、“蚀刻液”、“光阻剂”等化学成分。

3、P52表2-9，明确“数量”表示的单位。

4、P99“X射线危害分析与预测”，电离辐射防护应补充职业健康监护内容。

5、P128第7章，补充X射线等电离辐射防护措施建议。

6、P135完善高毒物品危害告知卡设置建议，补充“电离辐射”警示标识及中文说明书设置建议。

7、P15竖向布置，补充各种蒸汽、挥发性气体管道的布置情况。

8、P60类比项目和建设目的职业危害有遗漏（如X线、三氟甲烷、二氟甲烷、氨等）。

9、P78职业病危害辨识应补充乙醇、镍及化合物的识别（因用量不小）。

10、核实图2-1是否为全年风玫瑰图。

11、评价依据中化学物等检测方法建议取消。

12、资料性附件页码有误。

13、评价依据中将AQ/T4208-2010更换为GBZ/T229。

14、表3-20核实类比检测数据。

15、P130，核实是否需要设置氨报警装置。

16、补充《特殊气体系统工程技术规范》GB50646。

17、正文4.1.4小节核实要求气体配送管道内设置气体检测器并和排风或新鲜连锁的可行性，尤其是外管廊。
结论：修改后通过。
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